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Partie 21: Brasabilité
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Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 60749-21:2011. Ma stejny status jako oficialni
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60749-21:2011. It has the
same status as the official version.

Nahrazeni prfedchozich norem

S Géinnosti od 2014-05-12 se nahrazuje CSN EN 60749-21 (35 8799) ze srpna 2005, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma definuje standardni postup pro stanoveni pajitelnosti vyvod( pouzder soucastek, které
maji byt pfipojeny na jiny povrch olovnatou (SnPb), nebo bezolovnatou (Pb-free) pajkou.

Tato zkuSebni metoda stanovuje postup pro stanoveni pajitelnosti metodou ,ponor a prohlédni, kterd
je pouzitelna pro axialni pouzdra pro vyvodovou montaz, pro povrchové montované soucastky (SMD),
stejné jako volitelny postup pro zjistovani pajitelnosti desky pro SMD za Ucelem umoznéni simulace
pajeciho procesu, ktery je pouzit pfi montazi soucastky. Tato zkuSebni metoda také stanovuje
volitelné podminky v pripadé starnuti.

Tato zkouska je povazovana za destruktivni, pokud v prislusné specifikaci neni uvedeno jinak.

POZNAMKA 1 Tato zku$ebni metoda je véeobecné stanovend podle IEC 60068, ale v dlsledku
specifickych poZzadavkd na polovodice je definovan nasledujici postup uvedeny v textu.

POZNAMKA 2 Tato zkudebni metoda nevyhodnocuje efekt teplotnich naméhani, kterd se mohou



objevit béhem pajeciho procesu, viz IEC 60749-15 nebo IEC 60749-20.
Narodni predmluva
Upozornéni na pouzivani této normy

Soubé&Zné s touto normou se miZze do 2014-05-12 pouzivat dosud platnd CSN EN 60749-21 (35 8799)
ze srpna 2005, v souladu s predmluvou k EN 60749-21:2011.

Zmeény proti predchozim normam

Tato norma zruSuje a nahrazuje EN 60749-21:2005 a predstavuje jeji technickou revizi. Vyznamnou
zmeénou je zaclenéni bezolovnaté (Pb-free) zpétné kompatibility.

Informace o citovanych normativnich dokumentech
IEC 61190-1-2:2007 zavedena v CSN EN 61190-1-2 ed. 2:2008 (35 9320) Pfipojovaci materialy pro
elektronickou montaz - Cast 1-2: Pozadavky na pajeci pasty pro vysoce kvalitni propojovani

v elektronické montazi (idt EN 61190-1-2:2007)

IEC 61190-1-3:2007 zavedena v CSN EN 61190-1-3 ed. 2:2008 (35 9320) Pfipojovaci materialy pro
elektronickou montaz - Cast 1-3: Pozadavky na péjeci slitiny pro elektroniku a na tavidlové
a beztavidlové tuhé pajky pro pajeni v elektronice (idt EN 61190-1-3:2007)

Souvisici CSN
soubor CSN EN 60068 (34 5791) Zkouseni vlivl prostfedi

CSN EN 60068-2-69 ed. 2:2007 (34 5791) Zkouseni vliv( prostiedi - Cast 2-69: Zkousky - Zkouska Te:
Zkouseni pajitelnosti elektronickych soucastek pro technologii povrchové montaze (SMD) metodou
smacecich vah

soubor CSN EN 60749 (35 8799) Polovodi¢ové soutastky - Mechanické a klimatické zkousky

CSN EN 60749-15:2003 (35 8799) Polovodi¢ové soucéstky - Mechanické a klimatické zkousky - Cast
15: Odolnost proti teplu pri pajeni sou¢astek montovanych pres priichozi otvor

CSN EN 60749-20 ed. 2:2010 (35 8799) Polovodi¢ové soucéstky - Mechanické a klimatické zkousky -
Cést 20: Odolnost v plastu zapouzdfenych SMD soucéstek proti kombinovanému plisobeni vihkosti
a tepla pfi pajeni
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Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



